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김동수 (한국기계연구원)

인쇄 전자 기술의 동향

<그림 1> 차세대 전자소자 생산의 패러다임 변화

Ⅰ. 서 론

과거 전자 디바이스들은 성능중심의 기술 개발과 그에 따

른 생산 기술이 융합된 형태로 지속적인 발전을 이루어 왔다. 

하지만 이러한 과거의 전자 기술 동향이 최근 디자인, 휴대성

등의 활용적, 창의적인 기술 개발로 탈바꿈하고 있다. 이러한 

측면에서 유연 전자 디바이스가 미래 산업의 큰 파급 효과를 

미칠 것으로 예측 하고 있으며, 유연 전자 소자들은 현재 해

외 선진국을 중심으로 그 기초 기술을 적극적으로 연구하고 

있다. 또한, 향후 5년 이내에는 본격적인 상용화 기술로 발전 

할 것으로 예측하고 있다. 그리고 이러한 유연 전자 소자 뿐

만 아니라 최근의 LCD/LED TV와 같은 대면적의 전자 디바

이스들은 제조 공정상에서 보다 저가의 대면적으로 구현 가

능한 공정 기술을 지속적으로 연구하고 있는데 이는 대부분

의 생산 공정이 반도체 공정 중심인 진공, 독립 공정 기술을 

포함하고 있기 때문이다. 따라서 최근 많은 연구자들은 반도

체 공정을 대체하기 위한 연구를 수행하고 있으며 대표적으

로는 잉크젯과 같은 기술이 점차적으로 도입되고 있는 실정

이다.

잉크젯은 현재 가정용 프린터기등에서 손쉽게 접 할 수 있

다. 즉, 일반적으로 사무실 혹은 가정에서 문서를 인쇄하기 

위한 목적으로 이용되고 있으며 이러한 프린터기는 고속으로 

다양한 문서와 그래픽을 자연스럽게 인쇄하는 시스템 중의 

하나이다. 인쇄라는 것은 쉽게는 잉크로부터 우리가 원하는 

패턴과 모양을 종이나 필름과 같은 곳에 전이를 시킨다는 원

리이다. 따라서 최근에는 이를 더욱 확대하여 인쇄 장비 기술

을 이용하여 유기 전자재료를 패터닝, 코팅하는 인쇄 전자 기

술이 미래 선도 기술로써 이슈가 되고 있다. 인쇄 전자 기술

은 과거 신문, 잡지등을 인쇄하듯이 연속 인쇄 생산 시스템을 

기반으로 유기 전자 재료를 중첩 인쇄함으로서 다양한 전자 

소자를 생산하는 시스템이다.

Ⅱ. 인쇄전자용 초정밀 연속생산 시스템

인쇄전자용 초정밀 연속생산 시스템은 앞서 설명한 인쇄 

전자 시스템에 대한 세부적인 표현이라 할 수 있다. 과거의 

미디어 인쇄 기법에서는 단지 글자의 가독성 및 그래픽의 구

현성이 시스템의 정밀도를 좌우 했기 때문에 저 해상도 혹은 

중 해상도 수준의 인쇄성만 갖춘 시스템으로 제작이 되었다. 

하지만 인쇄 전자용 연속생산 시스템은 이러한 패터닝 혹은 

코팅의 작은 오차가 전자 소자의 성능과 동작 유무에 직접적

으로 관여하기 때문에 아주 높은 정밀도를 요구하는 시스템

으로 구현이 되어야 한다. 더불어, 인쇄전자용 초정밀 연속생

산 시스템은 이전의 반도체 중심의 생산 공정을 대체하고자 

하는 최신의 청정 생산 공정이므로 그 정밀도는 반도체 소자

에 적용이 가능한 고 해상도가 기본적으로 적용이 가능해야

하며 반도체 공정과는 다르게 상온, 상압 그리고 연속의 3가

지 요소를 모두 만족 시켜야하는 어려움이 있다. 따라서 이러
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<그림 2> 해외 인쇄전자 산업·기술 동향

<그림 3> 인쇄전자 연속생산시스템 기술구성

한 시스템은 현재 이전부터 미디어 인쇄 시스템을 주도해온 

독일을 중심으로 핀란드, 덴마크등의 유럽 선진국에서 기술

개발을 추진하고 있으며 미국, 일본등도 기술개발에 더욱 박

차를 가하고 있다.

Ⅲ. 인쇄전자의 세부 기술

인쇄전자 연속생산 기술은 소자/장비/소재의 매칭이 핵심

요소로 인쇄 전자의 산업화를 위해서는 소자 생산에 따른 

total solution이 필수적이다. 따라서 본 기술범위는 소자 설

계 및 공정 기술, 핵심장비 기술, 기능성 소재 양산화 기술로 

폭넓게 구성된다. 특히나 인쇄전자 소자의 초저가 대량 생산

이 가능한 초정밀 연속생산 장비 기술로서 주요 공정을 대체

하는 3가지 종류의 장비 기술은 다음과 같다. 

① 기존 노광(photholithography), 스태퍼(stepper) 및 식각 

공정을 대체할 수 있는 초정밀 복합(접촉식/비접촉식) 롤 

프린팅 장비 기술

② 기존 스핀코팅 및 증착(deposition, thermal evaporation, 

sputtering) 공정을 대체할 수 있는 나노박막 코팅 장비 기술

③ 기존 고온/진공 기반 반도체/MEMS 공정을 대체할 수 있

는 저온/상압 롤기반 고집적 패터닝 장비 기술

위의 장비 기술을 기반으로 유연 태양전지, 유연 디스플레

이, 박막 인쇄전지, 박막 트랜지스터 등 다양한 인쇄전자 소

자의 설계기술 및 초저가 대량생산을 위한 공정기술이 복합

적으로 작용하며, 소자 생산에 필요한 기능성 잉크는 물론 유

연기판등의 핵심 소재에 대한 양산화 및 응용기술도 포함되

어 있다.

1. 초정밀 복합 롤 프린팅 장비 기술

롤 기반의 프린팅 장비 기술은 기능성 잉크를 이용하여 전

자소자에 필요한 미세 패텅을 프린팅 함으로써 기존 반도체 

공정의 노광, 식각 장비를 대체하는 기술이다. 기본적으로 반

도체 공정에 비해 저온/상압 공정을 기반으로 하고 있으며 유

연 기판에 대면적/고속 연속 생산이 가능하여 기존 반도체 공

정에 비해 공정, 장비 및 시설 투자 비용이 매우 저렴한 장점

을 가지고 있다. 이러한 장점은 유연 인쇄 전자 소자의 초저

가 대량 생산이 가능하게 하여 다품종 대량생산에 가장 적합

한 형태라고 할 수 있다. 공정적인 측면에서는 필요한 부위만 

패터닝 하는 additive 공정으로서 재료 소모가 적고 오염 물

질 배출이 크게 감소하는 친환경 공정의 요소도 포함하고 있

다. 롤 프린팅 장비 기술에 적용이 가능한 기술로써는 크게 

접촉식과 비접촉식 프린팅 기술로 나뉠 수가 있으며 이를 복

합적으로 접목한 하이브리드 방식도 있다.

가. 접촉식 롤 프린팅 기술

접촉식 롤 프린팅 기술은 여러 가지가 있으나 그 중 대표

되는 3가지 롤 프린팅 기술로 그라비어 프린팅, 플렉소 프린

팅, 옵셋 프린팅 기술이 있다. 제판롤이 오목으로 각인되어 

전이 되는 기술이 그라비어 프린팅 기술이며, 볼록으로 각인

되어 전이 되는 기술은 플렉소 프린팅 기술이라고 한다. 또한 

오목 제판을 실리콘 혹은 러버등의 재질로 구성된 블랑켓 롤

에 전이 시켜 다시 기판으로 전이 시키는 방식을 옵셋 프린팅 

기술이라고 한다. 각각의 인쇄 기술은 장단점을 보유하고 있

으며 이중 박막 코팅 및 패터닝 그리고 미세패턴 형성에서 좋

은 인쇄 결과물을 얻을 수 있는 그라비어 옵셋 인쇄 기술이 

인쇄전자 분야에서 보다 좋은 결과를 나타내고 있다. 하지만 

블랑켓 롤로 전이된 잉크를 다시 기판으로 전이 시키는 과정에

서 다이렉트로 제판으로부터 전이시키는 그라비어 방식이나 

플렉소 방식에 비해 제어가 어렵고 인쇄하고자하는 잉크 즉, 

재료에 대한 인쇄 영향력이 높다는 단점을 가지고 있기도 하다.
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<그림 4> 접촉식 롤기반 프린팅 기술

<그림 5> 잉크젯 프린팅 기술

<그림 6> Aerosoljet 롤 프린팅 시스템 개념도

<그림 7> ESD 나노 박막 코팅 기술

현재 국외에서는 인쇄전자 분야에 대부분 그라비어 프린

팅 기술을 적용하고 있으나 그에 따른 보다 미세한 선폭 인쇄

에 한계를 가지고 있기 때문에 접촉식 프린팅 기술에서는 보

다 지속적인 장비, 재료의 개발이 시급한 실정이다.

나. 비접촉식 롤 프린팅 기술

비접촉식 롤 프린팅 기술은 기본적으로 비접촉식의 박막 

코팅/패터닝 공정이 포함된 롤 프린팅 장비 기술을 의미한다. 

비접촉식의 가장 대표적인 기술로는 잉크젯을 들 수가 있다. 

잉크젯은 과거 지속적인 발전을 이루어 왔고 최근에는 다양

한 산업 분야에도 적용이 되어 현재 비접촉식 방식에서는 가

장 기술적으로 쉽게 적용이 가능한 기술이다. 하지만 잉크젯 

기술은 태생적으로 공정이 가지는 노즐 막힘 현상이나 박막 

코팅에 대한 어려움으로 인해 인쇄전자 기술에서는 스프레이 

방식이나 기타 다른 비접촉식 공정 기술이 연구 되고 있다.

스프레이 방식은 과거 페인팅과 같이 임의의 면을 코팅하

는데 있어 손쉬운 구성과 적용으로 많이 사용되어져 왔다. 기

본적으로 공압을 이용한 분사 방식으로 특히나 인쇄전자 분

야와 같이 유기물의 박막 코팅이 다중으로 형성되는 공정에

서는 적용이 용이한 장점을 보유하고 있어 유기 박막 태양전

지 분야 등에서 주로 이용되어 지고 있다. 하지만 기존의 공

압 스프레이 코팅 방식은 코팅 박막의 정밀 두께 제어가 어렵

고 좋은 표면 거칠기를 가질 수 없다는 단점으로 최근에서 고

전압을 이용한 ESD (Electrostatic Spray Deposition) 박막 

코팅 기술이나 Aerosol jet 등과 같은 특수한 스프레이 기술

이 인쇄전자 분야에 접목 되고 있다. 이 기술들은 일반적인 

공압 스프레이 코팅 기술에 비해 아주 작은 입자의 분사가 가

능하여 보다 좋은 그리고 얇은 박막을 구현 할 수 있다는 장

점을 가지고 있다. 원리는 ESD는 고전압을 노즐에 가해 유기

물 입자를 잘게 쪼개어 분사되는 방식이며 Aerosol jet은 초

음파등과 같은 분무 여과기를 거쳐 올라온 작은 입자를 유도 

가스를 이용하여 분사하는 기술이다.

이와 같은 박막 스프레이 공정이외에도 다이렉트로 메탈

을 녹여 패터닝하는 메탈젯 기술과 고전압 ESD기술을 활용

하여 잉크젯과 같이 드랍으로 토출이 가능한 EHD (Electro 

Hydro Dynamic) 패터닝 기술도 있다.

2. 나노박막 코팅 장비 기술

인쇄 전자 기술은 유기 재료의 다중 적층 방식으로 구현되

는 경우가 많다. 대표적으로 박막형 태양전지나 OLED등이 

있으며 이러한 적층 방식은 주로 나노 두께의 유기물층을 코

팅하는 다중 중첩 방식이다. 기존 반도체 공정의 스핀코팅 및 



인쇄 전자 기술의 동향

20

 

288

<그림 8> 박막 코팅 기술의 분류 <그림 9> 롤기반 패터닝 기술의 예

증착 장비를 대체하는 기술로 기존에는 주로 독립 방식의 공

정 요소였으나 인쇄 전자 시스템에서는 연속 공정의 나노 박

막 코팅이 가능한 롤 프린터 형태로 구현이 가능하다.

기존의 스핀 코팅 및 증착 공정은 공정 속도가 느린 반면 

대면적화에 한계를 가지고 있었으며 진공등을 이용할 경우 

생산단가가 크게 상승하는 공정 기술로 여겨졌다. 점차적으

로 대형화되는 LCD/LED TV와 같은 분야에서는 50인치, 60

인치 등으로 날이 갈수록 증가하는 면적에 대한 새로운 공정 

기술은 반드시 필요로 하다.

롤 프린팅 기술을 활용한 나노 박막 코팅 장비 기술은 닥

터블레이드, 그라비어, 그라비어 옵셋, 슬롯 다이등의 코팅 

기술로 구현이 되고 있으나 각각의 여러 공정이 가지는 최소

한의 박막 두께나 편차에 따라 적용 소자에 구현이 가능한 형

태로 구성이 가능하다.

3. 저온/상압 롤기반 고집적 패터닝 장비 
기술

롤 기반의 고집적 패터닝 장비 기술은 반도체 공정 기술을 

대체하기 위한 핵심 기술중의 하나이다. 오늘날의 전자 소자

들은 그 집적도가 날이 갈수록 높아지고 있으며 이는 보다 미

세한 선폭을 정밀하게 구현함으로 통해 이루어진다고 볼 수 

있다. 따라서 롤 기반의 패터닝 장비 기술 역시 이와 다르진 

않다. 인쇄 기술에서의 패터닝 선폭은 곧, 생산 소자의 집적

도와 높은 상관관계를 가지고 있으며 현재 일반적인 롤 기반

의 공정 기술에서의 한계는 약 10um 급으로 여겨지고 있다. 

하지만, 이 또한 랩 수준에서의 결과이며 대체적으로 신뢰성

이 있는 생산 장비로써의 최소 선폭은 약 20um 내외 수준으

로 평가 하고 있다.

최근 한국기계연구원에서는 이러한 롤 프린터의 미세 선

폭 패터닝 기술로 크게 이슈화가 되었다. 그것은 기존 20um 

내외 수준의 미세선폭을 약 7um급의 선폭을 인쇄함으로써 

세계적인 수준의 인쇄 장비를 개발 하였으며, 현재 다양한 소

자에 적용이 가능한 기술로 발전을 시키고 있는 실정이다.

Ⅳ. 국내외 기술 동향

1. 국내 기술 동향

현재 국내의 인쇄전자 기술 수준은 국외 대비 약 80% 수

준에 머무른다고 볼 수 있다. 대체적으로 국내의 경우 소자, 

재료, 장비의 각각의 분야에서는 높은 경쟁력을 가지고 있으

나 인쇄전자 기술은 소자, 재료, 장비가 통합된 형태로 구현

되기 때문에 이러한 측면에서는 국외의 수준에 비해 기술 구

현성이 낮은 편이다. 미국이나 유럽의 경우 학계와 업계가 연

계되어 우수한 연구 개발자의 주도하에 업체를 설립하고 직

접 태양전지나 OLED등을 생산하는 시스템을 구축하고 있다. 

대표적으로 미국의 Konarka가 Heeger 교수의 연구를 바탕

으로 설립되어 현재 유기 박막 태양전지를 롤 프린팅 방식으

로 대량 생산하는 시스템을 구축하고 향후 1~2년내에 본격

적인 생산을 시작할 것으로 예측하고 있다. 국내는 이러한 측

면에서 아직까지는 대기업 주도의 산업방식에서 인쇄전자가 

가지는 시장성이 현재는 없다는 판단하에 직접 참여를 하고 

있지 않으나 연구소 및 학교를 중심으로 지속적인 연구 교류

는 유지하고 있다. 따라서 현재 인쇄전자가 본격적으로 꽃을 

피울 것으로 예상되는 약 3~5년 후에는 국내에서도 다양한 

기업에서 롤 프린팅 방식을 이용한 소자 생산 시스템을 적극 

구축 할 것으로 예상된다.

2. 국외 기술 동향

국외에서의 인쇄전자 기술은 그 기술 경쟁이 상당히 치열

하다. 과거 미디어 인쇄 기반과 롤 프린팅 장비에서 우위를 

점하고 있던 독일을 비롯한 유럽 국가는 물론 미국 및 일본도 
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<그림 10> 인쇄전자 관련 국내외 업체 현황

기업명 개발 수준

Xennia 잉크젯 인쇄 (50um 선폭)장비 개발

Xaar 메모리 소자 인쇄응용 개발

Dimatix Fuji 잉크젯 인쇄(1pl 헤드 정밀도) 프리팅 장비 개발

Cintelliq RFID용 TAG용 Organic Semiconductor 장비기
술 개발

KOMORY 롤투롤 인쇄장비기 미디어 인쇄장비 개발

VTT 교환가능한 4도 인쇄 장비 개발

Man Roland 혼합 R2R 저급의 수동 / 능동 소자 개발

Deguss 플렉소, 그라비라 도체잉크 개발

Merck P3HT Polythieno thiophere기술의 
반도체 잉크 개발

Dupont Polyimide 계열 잉크 개발

<표 2> 국외 기업의 기술 개발 수준 

기업명 개발 수준

LG
디스플레이

잉크젯, 리버스옵셋 프린팅을 이용한 LCD용 
컬러필터 제작

삼성전자 잉크젯, 그라비아옵셋 프린팅을 이용한 트랜
지스터, LCD용 컬러필터 개발 

LG화학

그라비아옵셋 프린팅 이용 PDP용 EMI 필터 
개발, 리버스 옵셋 프린팅 공정 및 컬러필터 
잉크, BM용 잉크, Ag 잉크, 
블랭킷 등 소재 기술 개발

삼성전기

그라비아 프린팅, 슬롯다이 코팅을 이용한 
MLCC 양산,
롤투롤 그라비어/슬롯다이 장비 개발
산업용 잉크젯 솔루션 기술 개발 및 LCD 컬러
필터, PCB 시양산

LG이노텍 리버스옵셋 프린팅을 이용한 PDP 전극 개발

SFA 그라비아 옵셋 프린팅 장비 개발
리버스 옵셋 프린팅 장비 개발

나래나노텍 그라비아 옵셋 프린팅 장비 개발
박막용 슬릿다이 코팅 장비 개발

유니젯 롤투롤 잉크젯 프린팅 장비 개발

디바이스
이엔지

그라비아 옵셋 프린팅 및 ESD 코팅을 이용한 
투명전극 개발

제일모직 디스플레이, 태양전지 용 배선전극 잉크 개발

동우화인켐 LCD 컬러필터 위한 잉크젯/롤프린팅용 잉크 
개발

동진세미켐 태양전지전극용 Ag 잉크, Al 잉크, PolySi 잉
크 개발

잉크테크 롤투롤 인쇄공정용 Ag 잉크 개발

대주
전자재료 PDP 패널 전극용 Ag 잉크 개발

나노신소재(ANP) 반도체, 디스플레이, 태양전지 전극용 Ag 나노
잉크 개발

<표 1> 국내 기업의 기술 개발 수준 

더욱 연구에 박차를 가하고 있다. 

국외는 듀퐁, 머크등의 재료 기반의 업체와 VTT, Man 

roland등의 장비기반의 업체 그리고 연구소등의 컨소시엄 구

성을 수년전부터 지속적인 정부투자를 바탕으로 연구를 진행

하고 있다. 그리고 최근 국외 인쇄 전자 기술의 동향은 본격

적으로 생산 소자에 대한 생산 장비가 구축되고 있으며 향후 

2~3년 이내에는 시장 진입을 목표로 하고 있다고 볼 수 있

다. 표 1에서와 같이 국내 기술이 소자, 재료, 장비등 각 분야 

기술로 독자적인 연구 개발을 수행하는 것과는 많이 차이가 

있다.

국내외 인쇄전자 관련 업체 현황을 보면 현재는 재료나 장

비보다 소자측면에서 많은 업체가 연계되어 있다. 이는 현 시

점이 아직까지는 시장이 활성화가 되지 않았다는 점을 보여

주고 있으나 기술의 전반적인 주도가 미국, 유럽, 일본등의 

극 선진국 위주로 형성이 되고 있다는 측면에서 향후 미래 산

업의 가치를 높게 평가 할 수 있다. 인쇄전자 기술은 장비나 

재료에 치중하지 않고 생산 소자를 기반으로 그에 맞는 장비

와 재료가 최적화되어 구성된다는 점에서 기술의 완성도와 

노하우가 상당히 높다는 특징을 가진다. 따라서 이러한 기술

적 구성은 단기간에 형성되기는 힘들 뿐만 아니라 연구 개발

을 함에 있어서 하나의 방향으로 치중되어서도 안된다. 국내 

인쇄전자 기술의 경우 그간 여러 세부 기술들이 기업, 학교, 

연구소 등에서 독자적으로 연구 개발이 진행된 측면이 많았

지만 향후 본 기술의 가치와 곧 형성될 인쇄 전자 시장의 국

외 경쟁력 확보를 위해서는 많은 컨소시엄 구성과 정부의 적

극적인 투자 진행이 급선무라고 볼 수 있다.

Ⅴ. 인쇄전자 기술의 가치와 시장

인쇄전자 기술은 여러 소자에 대한 시장 창출이 가능하다. 

하지만 그 중 가장 주목 받는 분야는 태양전지, E-paper, 

OLED display, Logic/Memory 분야 이다. 이 분야들은 향후 

몇 년이내에 가장 큰 시장을 창출할 것으로 예측되는 미래 핵

심 기술들이며 이러한 소자에 초저가와 유연(flexible)한 특성

을 부여 할 수 있는 초정밀 인쇄전자 생산 시스템은 그 가치
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               출처 : IDtechEX 2010(단위: 억달러)

<그림 11> 2020년 인쇄전자시장 구성전망

    * 출처 : IDtechEX 2010(단위: 억달러)

<그림 12> 소자그룹별 인쇄전자시장 전망

가 더욱 높다고 할 수 있다.

2010년도에 IDtechEX에서 예측한 2020년 인쇄전자 시장

은 약 551억 달러를 예측하고 있으며 2030년에는 약 3400억 

달러의 시장을 예측하고 있다. 그리고 그 중심에는 크게 에너

지소자, 디스플레이 소자, 스마트 소자로 양분되어 있으며 그 

외에는 조명 분야등 기타 시장이 존재 할 것으로 예측하고 있

다. 이러한 소자들은 현재는 대부분 무기 재료들이 주도를 하

고 있으며 따라서 공정 역시 반도체 공정이 중심이 되어 있지

만 향후 유기 재료들의 본격적인 대체가 이루어짐과 동시에 

인쇄전자 장비 기술은 보다 큰 발전을 이룰 것으로 예측하고 

있다. 이러한 장비를 바탕으로 한 공정 기술도 코팅, 패터닝

으로 크게 발전 할 것이다. 현재의 많은 연구자들은 전자 소

자의 발전 방향이 점차적으로 유연, 스마트 소자로 나아갈 것

을 예측하고 있으며 그 중심에는 이러한 인쇄전자 기술이 뒷 

받침 되어야 한다. 과거 국내 산업은 반도체 기술을 바탕으로 

최근까지도 높은 세계 경쟁력과 우수한 기술성과를 창출하였

다. 이는 지속적으로 제기되어온 반도체 공정 기술의 한계를 

오늘날까지도 많은 연구와 개발을 통해 극복을 하여온 결과

라고 볼 수 있다. 고집적 및 고품질의 소자를 양산 할 수 있는 

반도체 공정의 장점은 여전히 현 기술의 중심에 있고 향후 발

전 가능성도 있다. 하지만 이제는 소자의 집적도는 물론 유연

과 스마트로서의 기술적 가치가 점차 부각되고 있는 실정에

서 반도체 공정 기술의 한계를 뛰어넘는 것만으로는 대처 방

안이 될 수 없다. 유연 기판을 이용한 소자는 재료 및 소재, 

공정의 개념이 확연이 달라지고 이러한 점은 현재 국내 반도

체 기술의 우수성에 안주해서는 절대 안 된다는 것이다.

인쇄전자 기술은 현재 미래 핵심기술과 미래 시장 창출에 

큰 기대를 하고 있는 기술 중의 하나이며 최근 정부에서도 이

에 대해 인지하고 적극적인 투자를 유도하고 있다. 하지만 여

전히 수년전부터 컨소시엄을 구성하여 연구 개발을 진행해온 

선진국들에 비해서는 턱 없이 부족한 편이며, 당장 1~2년내

에 시장 형성을 목표로하는 국외 기업들과의 경쟁에서 과연 

국내 기업들이 얼만큼의 경쟁력을 확보할 지도 의문이 생긴

다. 최근 애플의 전자기기들은 그들의 아름다운 디자인과 사

용의 편리함, 그리고 스마트한 정보관리등을 통해 단순히 하

드웨어적인 요소로써가 아니라 인간의 생활 환경을 바꿀 수 

있는 기기로써의 가치가 높게 평가 되어 소비자로부터 높은 

지지를 받고 있다.

인쇄전자 기술은 하나의 기술적 가치는 물론 인간의 생활 

환경을 변화 시킬 수 있는 기술이다. 생산 시스템은 과거의 

어떤 기술에 비해 청정한 친환경적인 요소를 갖추고 있으며 

낮은 가격에 다양한 유연 소자를 생산 할 수 있다는 점이 그 

기술의 가치를 대변하고 있다.

최근 SF 영화에서 많이 보여지는 다양한 우리 인간의 미래 

생활 모습들이 과연 어떤 기술로 어떻게 구현이 될지에 대해

서는 연구자들외에는 큰 관심을 가지지 않는다. 하지만 이러

한 연구는 현재도 진행되고 있으며 초정밀 인쇄전자 생산 시

스템과 같은 기술 발전이 그와 같은 환경을 제공해 줄 수 있

는 하나의 핵심 기술이다. 일회용 전화기를 인쇄하듯이 자판

기에서 뽑아서 쓸 수 있으며 유연 디스플레이를 주머니에서 

꺼내어 즐겁게 영화를 볼 수 있으며 나아가서는 우리가 쓰고 

있는 다양한 전자 기기들이 휴대용 태양전지나 인쇄 배터리

등을 통해 충전 걱정 없이 청정의 에너지원을 무한정으로 사

용 가능한 그날이 올 것을 기대하며 인쇄전자 생산 기술이 이

를 구현 해 줄 하나의 핵심 기술이 될 것으로 판단된다.
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